激光法制备铜基柔性电路板技术

该项目是在陕西省教育厅产业化培育项目的资助下，实现了一种低成本的激光法制备铜基柔性电路板。

本课题率先提出采用激光微细熔覆铜浆进行柔性布线的新工艺、新方法。该方法的最大特点在于，所使用的导电浆料中，含有低熔点或低转化温度的组元，该组元在较低的能量密度下就会熔化或者软化，将导电相紧密连接起来，因此可以大大提高线路板制造效率，其布线速度远远高出其它同类布线技术的速度。同时，该方法不需要昂贵的真空设备，工艺简单，可大大降低线路板制造的成本。这一“瓶颈”的突破可以使线路板、厚膜电路甚至混合电路等产品的开发周期大大缩短。

   [image: image1.jpg]


    
该技术已申请国家发明专利：一种柔性电路板的制备方法，中人民共和国国家知识产权局, CN201410020806.7。

